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Part 5-2: Attachment (land/joint) considerations —
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FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizationco
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC|is to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards{~Their prepa
sted to technical committees; any IEC National Committee interested in thecsubject dealt W
Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governméntal organizationg
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inte
nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined- by agreement betw
rganizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters{express, as nearly as posg
hational consensus of opinion on the relevant subjects since each techinical committee has repreg
all interested National Committees.

Hocuments produced have the form of recommendations for intérnational use and are published in
andards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the
mittees in that sense.

der to promote international unification, IEC NationalyCommittees undertake to apply IEC Inte
dards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standar
gence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall bg
ated in the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsibl¢
bment declared to be in conformity with ofeof its standards.

tion is drawn to the possibility that séme of the elements of this International Standard may be thg
tent rights. The IEC shall not be held*responsible for identifying any or all such patent rights.

nics assembly technology.
Kt of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
91/382/FDIS 91/397/RVD

ofmation on the voting for the approval of this standard can be found in the re

mprising
promote
elds. To
ration is
ith may
liaising
national
een the

ible, an
entation

the form
National

national
ds. Any
b clearly

for any

subject

tional Standard IEC 61188-5-2 has been prepared by IEC technical committee 91:

bort on

H=W=H taodl ¢ +l [N ‘ol
nmuTealtcu 1T Uure avuve taduitc.

this
entr
parti
with
Orgs
two
2) The
inter|
from
3) The
of s
Com|
4) In o
Stan|
dive
indid
5) The
equi
6) Atte
of p4g
Interng
Electrd
The te
Full in
voting

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Cette norme constitue la Partie 5-2 de la CEI 61188 publiée sous le titre général Cartes
imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation 1:

Partie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Prescriptions génériques

Partie 5-2: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants discrets

Partie 5-3: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants a pattes

bilatérales en ailes de mouette

Partie 5-4: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants a pattes «J»

bilatérales

Partie 5-5: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants a pattes

quadrilaterales en ailles de mouetie

Partie 5-6: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants a.\sorfies en

«J» sur quatre cotés

Partie 5-7: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants ([DIP) a

broches bilatérales

Le cornité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas. modifié avanf 2004.

A cettq date, la publication sera

1

reconduite;

supprimée;

re

am

placée par une édition révisée, ou
ndée.

Actuellement, certaines de ces parties sont encore a publier.
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This standard forms Part 5-2 of IEC 61188 which is published under the general title Printed
boards and printed board assemblies — Design and use 1:

Part 5-1: Attachment (land/joint) considerations — Generic requirements

Part 5-2: Attachment (land/joint) considerations — Discrete components

( )
( )
Part 5-3: Attachment (land/joint) considerations — Gull-wing leads, two sides
Part 5-4: Attachment (land/joint) considerations — J leads, two sides

( )

Part 5-5: Attachment (land/joint) considerations — Components with gull-wing leads,
four sides

Part 5-6: Aftachment (land/joint) considerations — J leads, four sides

Part 5-7: Attachment (land/joint) considerations — Post (DIP) leads, two sides

The cpmmittee has decided that the contents of this publication will remain” unchanged
until 2004. At this date, the publication will be
* reconfirmed;

e withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or

+ amended.

1 At the time of writing, some of these parts are still under consideration.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 61188 concerne les zones de report pour composants discrets
tels que résistances chipses, condensateurs chipses, ainsi que différents types de diodes et
transistors.

Les dimensions des zones de report proposées dans cette norme sont basées sur les calculs
fondamentaux de tolérance associés aux zones de protubérance de soudure et aux excédents
de surfaces (prescriptions génériques de la CEIl 61188-5-1). Le surface inclut tout ce qui

conce

rne les besoins normaux de fabrication.

Les d[mensions des zones de report indiquées dans cefte norme sont généra
applicables pour les processus de soudage par refusion. Pour les processus de sauddge par

immersgion (par exemple, vague, jet, brasage a la traine), les chipses peuvent avoir
modifijes pour éviter le masquage et les courts-circuits, (par exemple, en agrandis

longu

des échantillons de soudure).

Cette
la bas

moyen| (moy.) et minimal (min.). A chaque zone de report a été/assigné un identificate

indiqu

ont égplement la possibilité d'organiser les informations de(facon a ce qu'elles s'adaqg

mieux

Cette

des brpches des composants ou que des contours:des sorties. Si un utilisateur a des 1
valablgs d'utiliser de I'’épargne de brasure pourdimiter le mouillage sur un chipse ou d

des ¢

celui de la CEl 61188-5-1, cette norme ne-peut pas étre appliquée.

Il est de la responsabilité de I'utilisateur de vérifier les zones de report des composan

monta

comportant les essais et une_fiabilité assurée pour I'utilisation en conditions perturb
produif.

Les di
march

ur du chipse parallélement a la direction du mouvement de la carte et/ouen four

morme présente un triple dimensionnement des zones de report.(niveaux 1, 2 et
e de trois types de zones de protubérances et d'excédents- de’ surface maximal

ér les caractéristiques de la robustesse spécifique desczones de report. Les utilig

possible a leur utilisation spécifique.

morme suppose que les dimensions des pastilles sont toujours plus grandes que

ipses plus petits que les sorties du composant, ou d’appliquer un concept diffé
ge en surface (CMS) utilisés-pour mener a bien un processus de montage conV

rensions des composants énumérées dans cette norme sont celles disponibles
et sont seulement considérées comme référence.

lement

a étre
sant la
hissant

3) sur
(max.)
Ir pour
ateurs
tent le

celles
aisons
utiliser
ent de

s pour
enable
ees du

sur le
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INTRODUCTION

This part of IEC 61188 covers land patterns for discrete components such as chip resistors,
chip capacitors, and various diode and transistor types.

The proposed land pattern dimensions are based upon the fundamental tolerance calculation
combined with the given land protrusions and courtyard excesses (see IEC 61188-5-1,
Generic requirements). The courtyard includes all issues relating to normal manufacturing
requirements.

The land pattern dimensions given in this standard are generally applicable for reflowed
solder[paste processes. For immersion soldering processes (e.g. wave, Jet, drag saldering),
ay have to be modified to prevent shadowing and shorting (e.g. by extendirig land

lands

length |parallel to the direction of motion of the board and/or provision of solder thieves)

This sfandard offers a threefold land pattern dimensioning (levels 1, 2 and<3) on the bjasis of
a thregdfold set of land protrusions and courtyard excesses: maximum (médx.), median| (mdn)
and minimum (min.). Each land pattern has been assigned an identification number to i
the characteristics of the specific robustness of the land patterns:. Users also hajve the

opport

inity to organize the information so that it is most useful fop-their particular desig

ndicate

n.

This standard assumes that land dimensions are always larger than component termingtion or

lead o
use la
IEC 61

It is tH

nds smaller than component terminations, or tocapply a concept different from
188-5-1, then this standard may not apply.

itlines. If a user has good reason to use solder resist to limit wetting on a lang, or to

that of

e responsibility of the user to verify the 'SMD land patterns used for achieving an

undistdrbed mounting process, including testing, and an ensured reliability for the product

stress

Dimen

conditions in use.

are for[reference only.

sions of the components listed_in*this standard are those available on the marKet and
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CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
CONCEPTION ET UTILISATION -

Partie 5-2: Considérations sur les liaisons pistes-soudures —
Composants discrets

1 Domaine d'application

La pré
report,

Le but

sente partie de la CEl 61188 donne des informations sur la géométrie des-zo
en vue du soudage par refusion des divers composants discrets.

des informations indiquées dans cette norme est de fournir les dimensions, for

toléranjces appropriées des zones de report pour montage en surface)afin d'assur
surface suffisante pour le cordon de brasure et pour permettre I'inspection, les essaig

retouc

Chaqu

nes des joints de brasure.

e article contient une série de critéeres particuliers de/tetle fagon que l'infor

hes de

mes et
er une
et les

mation

présentée soit claire et fournisse les informations sur le «composant, ses dimensions, la
conception du cordon de brasure ainsi que les dimensions de)la zone de report.

2 Reéférences normatives

Les d

bcuments de référence suivants sont,.indispensables pour ['application du

documient. Pour les références datées, seulerl'édition citée s'applique. Pour les réfé
non dgtées, la derniére édition du document*de référence s'applique (y compris les évs
amendements).

CEIl 6(J068-2-58, Essais d'environnement — Partie 2-58: Essais — Essai Td: Méthodes
de la Joudabilité, résistance dela’ métallisation a la dissolution et résistance a la cha
soudage des composants pour_montage en surface (CMS)

CEI 60115-1, Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques — P

Spécifi

cation générique

CEIl 6(286-3, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 3: Em]

des co

mposants’/appropriés au montage en surface en bandes continues

résent
rences
entuels

d'essai
eur de

artie 1:

ballage

CEIl 602864, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 4: Mg
chargeUrs pour composants electroniques moules de forme E et G

gasins

CEIl 60286-5, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 5: Supports
matriciels

CEI 60286-6, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 6: Emballages
en vrac des composants pour montage en surface

CEIl 60384-3, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques — Partie 3:
Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes chipses au tantale

CEI 60384-18, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques — Partie 18:
Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes chipses électrolytiques a [I'aluminium a
électrolyte solide et non solide
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PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Part 5-2: Attachment (land/joint) considerations —
Discrete components

1 Scope

This p

brt of IEC 61188 provides information on land pattern geometries used for the_gurface
attachment of discrete electronic components.

The pIrpose of this standard is to provide the appropriate size, shape and” tolerances of

surfac
allow f

Each d
compo
dimens

2 No

The fo

For da
of the

IEC 6

mount

IEC 60

IEC 60
leadles

IEC 60

electri

IEC 60

Dr inspection, testing and rework of resulting solder joints.

lause contains a specific set of clearly presented criteria providing information
hent, the component dimensions, the solder joint design and the land
ions.

'mative references

lowing referenced documents are indispensable for the application of this doc
fed references, only the edition cited applies. For undated references, the latest
eferenced document (including any améndments) applies.

ng devices (SMD)
115-1, Fixed resistors fop use in electronic equipment — Part 1: General specificg

286-3, Packaging~of components for automatic handling — Part 3: Packadg
S components on-continuous tapes

286-4, Paekaging of components for automatic handling — Part 4: Stick magazi
P components encapsulated in packages of form E and G

286t5) Packaging of components for automatic handling — Part 5: Matrix trays

mount land patterns to ensure sufficient area for the appropriate solder fillet, apd also

on the
battern

ument.
edition

D068-2-58, Environmental testing™>— Part 2-58: Tests — Test Td: Test methqgds for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of {§

urface

tion

ing of

hes for

o

IEC 6

mounting compounds

Ny o . s . PP .
286=6,Packaygimyof components forautomatic-handtimg—="FPart 6 Butktase packaging
for surface

IEC 60384-3, Fixed -capacitors for use in electronic equipment — Part 3: Sectional
specification: Fixed Tantalum chip capacitors

IEC 60384-18, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 18: Sectional
specification — Fixed aluminium electrolytic chip capacitors with solid and non-solid electrolyte
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CEI 60384-20, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques — Partie 20:
Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes chipses pour courant continu a diélectrique
en film de sulfure de polyphényléne métallisé

CEIl 61188-5-1, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation —
Partie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Prescriptions génériques

CEIl 61605, Inductances fixes utilisées dans les équipements électroniques et de télécom-
munications — Codes pour le marquage

3 Emballage

Les normes CEl énumérées ci-apres doivent s’appliquer:
- CHJI 60286-3 (voir figure 1) ;

- CH|I 60286-4 ;

- CH|I 60286-5 ;

- CHI 60286-6.

Bande de protection

Reérforation d'entrainement

Perforation d'entrainement

6 0 o O |
)DDDlD

Emplacement du composant

VBande porteuse

IEC 1662/03

Figure 1 — Emballage

4 Raésistances fixes chipses rectangqulaires

4.1 Remarque introductive
Cet article spécifie les dimensions des composants et des zones de report pour résistances

fixes chipses rectangulaires et présente une analyse des hypothéses de tolérance et de
soudure relatives aux dimensions des zones de report.

4.2 Description du composant

Il existe diverses valeurs pour les dimensions des résistances. Les paragraphes suivants
décrivent les types les plus courants.
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IEC 60384-20, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 20: Sectional
specification — Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric chip d.c. capacitors

IEC 61188-5-1, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-1:
Attachment (land/joint) considerations — Generic requirements

IEC 61605, Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment — Marking
codes

3 Packaging

The fo[lowing TEC standards shall be referred to:

- |EC 60286-3 (see figure 1);

Top cover tape
Spraocket hole
\ Component cavity
Embossed carrier tape

Sprocket hole

ﬁooo’o
)DDUDD

Com ponent cavity

- |EC 60286-4;
- |EC 60286-5;
- |EC 60286-6.

VEmbossed carrier tape

IEC 1662/03

Figure 1 — Packaging

4 Fixjed rectangular chip resistors

4.1 Introductory remark

This clause specifies the dimensions of components and land patterns for fixed rectangular
chip resistors, together with an analysis of tolerance and solder joint assumptions for the land
pattern dimensions.

4.2 Component description

A variety of values exist for the dimensions of resistors. The following subclauses describe
the most common types.
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Construction de base

ure 2 montre un exemple de construction typique. Le matériau résistif recou

vre un

substrat en céramique et se termine symétriquement a chaque extrémité par une bande
métallique « enveloppante » en forme de U. Le matériau résistif est disposé face en haut.
Comme la plupart des équipements utilisent une téte de traitement sous vide, il est primordial
que la surface de la résistance soit plane, car dans le cas contraire, le traitement sous vide
pourrait s’avérer difficile.

Passivation

4.2.2

Il conv

la métihode de brasage pour étre utilisées.

Les br
ni prot
de lap
etled
compo,
méme.,
métal 9

4.2.3

Elément résistif

Substrat en alumine

Electrode interne ehveloppante

IEC 1663/03

Figure 2 — Construction d'une résistancefixe chipse rectangulaire

Matériaux des broches

ent que les électrodes soient recouvertes d’'un matériau compatible avec la bra

bches doivent étre symétriques-)Elles ne doivent comporter ni incrustations de n
ubérances, etc. réduisant la_qualité de la symétrie ou des tolérances dimensio
iéce. La broche doit recoubrir I’extrémité d’un composant dont elle enveloppe le
bssous. Le revétement(de brasage appliqué sur des électrodes en métal précie
rter une couche de barriere de diffusion entre la métallisation de I'électrode ¢
Pour la couche de-barriére de diffusion, il est recommandé d’utiliser du nickel
imilaire présentant une efficacité équivalente.

Marquage

En régle générale, les résistances chipses ne comportent pas de marquage sur leur str
S’il es{ possible d’apposer un marquage, il doit faire apparaitre clairement la valeur no
de la r¢sistance. C'est également le cas pour les autres éléments de 2.4 de la CEl 6011

sure et

bdules,
hnelles
Hessus
ux doit
bt elle-
ou un

ucture.
minale

5-1.

4.2.4

Structure de boitier pour montage en surface

Voir CEIl 60286-3.

4.2.5

Brasabilité et résistance a la dissolution de métallisation
et a la chaleur de brasage

Voir CEI 60068-2-58.

4.3

Dimensions du composant

La Figure 3 indique les dimensions des résistances fixes chipses rectangulaires.
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Basic construction

Figure 2 shows a typical construction example. The resistive material is coated to a ceramic
substrate and terminated symmetrically at both ends with a "wrap around" metal U-shaped
band. The resistive material is face-up. Since most equipment uses a vacuum-type pick-up
head, it is important that the surface of the resistor is made flat, otherwise vacuum pick-up

might

4.2.2

be difficult.
Passivation
Resistor element
Alumina substrate
Inner electrode Wrap-argund
termination
IEC 1663/03
Figure 2 — Fixed rectangular chip resistor construction

Termination materials

Electrqdes should be coated with a material suitéd to the solder and method of solderin

used.

The tefminations shall be symmetrical;~and shall not have nodules, lumps, protrusion

that dd
cover {

gy to be

5, etc.,

grade the symmetry or dimensional tolerances of the part. The end termination shall
he end of a component, and-shall extend out to the top and bottom of the component.
Solder| finish applied over préecious metal electrodes shall have a diffusion-barrief

layer

betwegn the electrode metallization and the solder finish. The barrier layer material shguld be
nickel pr a similar metal effective as a diffusion barrier.

4.2.3 Marking

Chip r¢sistors are~generally not marked on the body. If some marking can be applied, t$e chip
resistor shall be clearly marked with the rated resistance, and as many of the remaining items
as pospible-from 2.4 of IEC 60115-1.

4.2.4

Refer to IEC 60286-3.

4.2.5 Solderability and resistance to dissolution of metallization and to soldering heat

Refer to IEC 60068-2-58.

4.3 Component dimensions

Figure

3 shows the component dimensions for fixed rectangular chip resistors.
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IEC 1664/03
Dimensions en millimétres
Identiffi- L S w T H

cateur|du

compogant Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
100 0,95 1,05 0,35 0,75 0,45 0,55 0,15 0,30 0,30 0,40
160 1,50 1,70 0,50 1,50 0,70 0,90 0,10 0,50 0,35 0,55
20113 1,90 2,10 0,70 1,70 1,15 1,35 0,20 0,60 0,45 0,65
321¢ 3,00 3,40 1,50 2,90 1,45 1,75 0,25 0,75 0,45 0,65
322 3,00 3,40 1,50 2,90 2,30 2,70 0,25 0,75 0,45 0,65
502 4,80 5,20 3,10 4,50 2,30 2,70 0,35 0,85 0,35 0,75
6331 6,10 6,50 4,40 5,80 3,00 3,40 0,35 0,85 0,35 0,75

Figure 3 — Dimensions d'une résistance fixe chipse rectangulaire

4.4 Conception du cordon de brasure

La figyre 4 représente) des formes et des dimensions de cordons de brasure résulﬂ‘ant du
procédé de brasage. Les dimensions minimales, médianes et maximales de chacyin des
raccorfls (bord-d’attaque, raccords de talon et latéral) sont déterminées par la piise en
considgrationnde la fiabilité de la soudure, ainsi que de la qualité et de la productiyité du
procédé de'montage. La conception des zones de report nécessite la prise en compte de trois
facteus <de précision: la précision des cotes des piéces (C), la précision du montage des
piecesLsir les cartes imprimees (P} ot la précision des formes de chipses—sur les
imprimées (F), en plus des dimensions du cordon. Les formules permettant de déterminer la
tolérance résultant de ces facteurs sont les suivantes:

Conception en cas de brasage sans effet d'auto-alignement (niveau 1)

a. Dans le procédé de brasage a la vague, il n'y a pas d'effet d'auto-alignement. De ce fait,
les formules ne peuvent étre simplifiées et restent comme suit:

_ _ 2 2. 2
Zmax = Lmin * 21 max * I1 TT‘\/FU + P+ CL

_ 2 2 2
Gmin = Smax — 29H max — TH Ty \/FL1 +pLi+Cs

- — 2 2 2
Xmax_ min+2JSmax+TS Ts= \/FL1 tPLi T Cw
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IEC 1664/03
Dimensions in miflimetres
Compgonent L w H
identifier Min. Max. Min. Max. Min. Max. Mih. Max. Min. Max.
1005 0,95 1,05 0,35 0,75 0,45 0,55 0,15 0,30 0,30 0,40
16008 1,50 1,70 0,50 1,50 0,70 0,90 0,10 0,50 0,35 0,55
2012 1,90 2,10 0,70 1,70 1,15 1,35 0,20 0,60 0,45 0,65
32116 3,00 3,40 1,50 2,90 1,45 1,75 0,25 0,75 0,45 0,65
32p5 3,00 3,40 1,50 2,90 2430 2,70 0,25 0,75 0,45 0,65
50pR5 4,80 5,20 3,10 4,50 2,30 2,70 0,35 0,85 0,35 0,75
6332 6,10 6,50 4,40 5,80 3,00 3,40 0,35 0,85 0,35 0,75
Figure 3 — Fixed rectangular chip resistor dimensions
4.4 Solder joint fillet design

Figure
minimu
determ
in the

accur
accur

resultimg from these factors are as follows:

a. Depidn consideration when soldered without self-alignment effect (level 1)

4 shows the shape and.dimensions of the solder fillet after the soldering procegs. The
m, median and maximum dimensions of each of toe, heel,

and side fillet are

ined by taking into,consideration solder joint reliability and also quality and prod
parts mount process. Designing land patterns needs consideration of three fagtors in
y: parts dimensions accuracy (C), parts mount accuracy on PWBs (P) and land
y on PWBs\(F), in addition to fillet dimensions. The formulae to obtain the tol

Lictivity

shape
erance

In flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus, the formulae cannot be

simplified but remain the same as follows:

Zmax = Lmin + 2JT max + TT

Grin = S

min

X

max

max — 2JH max —

Ty

Wmin + 2']8 max T TS

2
Tt :\/FL12+PL12+CL

2
Ty = \/FL12+PL12+CS

_ 2 2 2
Ts= \/Fu +P1 tCw
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b. Conception en cas de brasage sans effet d'auto-alignement (niveau 2)

En cag
ne son
par so
la dim
corrigé

- _ 2 2 2
Zmax = Lmin ¥ 2d1 man * I TT_\/FLZ + P+ CL
Gpyin = Sy — 2J - T T = 24 pL2+ g

min max H mdn H H Flo tP2 tCs
X, =W i+ 2J + T Te = 2,524 2
max min S mdn S s FL2 TPt Cw

nception en cas de hrasage avec effet d'auto-alignement (niveau 3)
Zoo =L +2Jr .+ T Tr = 24 pla?+?
max min T min T T FL3 tPL3 TCL
G =Sy — 2Jpy o =T, Ty = 24 py a2+ (02
min max H min —4H H FL3 *PL3 tCs
X = o+ 2] i+ T Te= 2, 2, 2
max min S min S S FL3 PL3 €w

de soudage par refusion, il existe un effet d'auto-alignement parce que des a
t pas utilisés pour maintenir les composants. Dans le’procédé de montage en {
idage par refusion, la dispersion des éléments de‘la zone de report et la précis
ension de la zone de report sur les cartes imprimées en cas de brasure pe
e par l'effet d'auto-alignement (de ce fait, les\facteurs P et F peuvent étre con;

comme nuls). Ainsi, les formules peuvent étre simplifi€ées comme suit:

Toutes
delas

TT = CL’ Zmax = Lmin * 2JT min ¥ C.= Lmax + 2JT min
TH = CS’ Gmin = Smax_2JH min_CS= Smin_2JH min

TS = CW’ Xmax 3 Wmin + 2JS min+ CW= Wmax + JS min

tolérances autres que celles-mentionnées ci-dessus peuvent étre utilisées en f
olidité de la brasure requise et des possibilités du processus de production utilisg

Hhésifs
urface
ion de
ut étre
bidérés

bnction
b, etc.
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b. Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 2)

Zmax = Lmin ¥+ 2J7 man + T1 Tr =\/F|_22 +P|_22 + C|_2
G... =8 — 27 - T T, = 2, 2, .2
min max H mdn H H FL2 *PL2 tCs
X, =W i+ 2J + T Te = 2,524 2
max min S mdn S s FL2 TPt Cw

c. Design consideration when soldered with self-alignment effect (level 3)

Inare
to hol
displaq
self-ali

Any td
require

Zmax = Lin * 207 qin t I TT=\/FL32+PL32+CL2
Gin =S =2 —T, Ty = 24 p 22+ 02
min max H min —4H H FL3 tPL3 tCs
X =W +2Jg o+ T, Ts = 24 pLa2+ i
max min S min S s FL3 T PL3 T.Cw

flow soldering process, there is a self-alignment effect because adhesives are ng
d components. In the surface mount process of réeflow soldering, parts
ement and the land shape accuracy on PWBs, when, _soldered, can be correg

TT = CL’ Zmax = Lmin + 2JT mins T C= Lmax + 2JT min
TH = CS! Gmin = Smax - 2JH min — CS = Smin - 2JH min

TS = CW’ Xmax Wmin A 2JS min + CW = Wmax + JS min

lerance other than the above may be used depending on the soldering s
d, the capability of the production*process used, etc.

t used
mount
ted by

gnment effect (therefore factor P and F can be regarded as 0). Thus, the formulpe can
be simplified as follows:

rength
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Bord d'attaque Raccord de talon L J Raccord latéral

—_— e JT - — S —

NOTE
dimensi

— /G -,

Gmin.

Xmax.

IEC 1665/03

| orsqu’une résistance ne posséde pas de broche de sortie matérialisée, le « raccord latéral|» ou la
n Jg se référe a la partie effilée de I'extrémité du raccord.

Dimensions en millimétres

dentih Tolérance Cordon de brasure

entifi- théorique Attaque Talon Latéral

cateur|du

compogant F P Jr Jy Js

L-1|L-2|L-3|L-1|L-2]|L-3]| c_ |Max.|Moy.[Min.| Ccg [Max.fMoy. Min.| Cy |Max.|Moy. Min.

1004 03(0,2|01})0,2(0,15|/0,1|01| 06 (0,4(0,2]|0,4 (™0 0 0 |01 0 0 0
160 03(02|01)04(02]|01]02| 06 [0,4]0,2 1 0 0 0 (02| O 0 0
2013 0,3(02)|01]04(02]0,1]0,2| 0,6 (0,4 052 1 0 0 0 (0,2 O 0 0
3214 03(02|01)04(02]|01)|04| 06 (0402 |14 O 0 0 (03| O 0 0
3224 0,3(02)|01]04(02]|01]|04]| 06 [O4]02]|14]| O 0 0 (04| O 0 0
5024 03(02)|01)04(02]|01]04]| 06(0,4(02]14]| 0 0 0 (04| O 0 0
6331 03(02)|01)04(02]|01)|04| 06 (04([02]14]| O 0 0 (04| O 0 0

4.5

La Fig

Figure 4 — Protubérance de soudure

Dimensions de la zone dereport

ire 5 indique les dimensions de la zone de report pour le soudage par refusion et le

brasage a la vague des résistances fixes chipses rectangulaires. Ces valeurs sont calclilées a
partir des formules utilisees pour la conception des cordons de brasure, indiquées en #.4. La

valeur

la soudlure ne forme.un pont entre deux pistes voisines.

La sur

pour lgs vateurs minimales et a 0,5 prés pour les valeurs maximales).

cy,

Y,

Gmin de la résistarnice chipse 1005 est supérieure aux valeurs calculées pour évifer que

ace est'calculée a I'aide des formules suivantes puis arrondie (I'arrondi est a 0,45 prés

2 2
{Ta pIUs grande des deux vareurs Ly, *F * P T TouZ

+ (excédent de surface x 2)

{ la plus grande des deux valeurs [, +\/F 2 +P 24 Cw2 ] ou [X]}

+ (excédent de surface x 2)
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Toe fillet Heel fillet L e Side fillet
—_— e JT - — - s
1 1
/ /f \
-7 AN s AN
Zimax. Gmin. Xmax.
IEC 1665/03
NOTE [Where resistors have no side termination material, the 'side fillet' or Jg dimension refers to. the|tapered
portion ¢f the end fillet.
Dimensions in miflimetres
Tolerance Solder joint
assumptions Toe Heel Side
Componhent
identiflier F P Jr Jy J
L-1|L-2|L-3|L1|L-2| L-3 | C_ (Max.|Mdn|Min.| Cg |Max.|Mdn|Min.| Cy [Max.|Mdn| Min.
1004 0,3(0,2/01]0,2|0,15| 0,1 |01|06|04]|02404| 0 [0 | 0 ]01] O 0 0
160 0,3(02]01]04|02]| 0,1 |02]0,6]|0,4]|02)" 1 0 |0 | 0020 0 0
2011 0,3(02]01|04|02]| 0,1 |02]|06]|04]02] 1 0 |0 |0 ]02|o0 0 0
3214 03(0,2|01)04(02]| 0,1 |04]0,6 [0,4]02]1,4 0 0 0 |03 0 0 0
3224 03(0,2|01)04(02]| 0,1 |04]0,6(0,4]|02]1,4 0 0 0 (04 0 0 0
5024 03(02|01)04(02]| 0,1 |04}0:6([04]|02]1,4 0 0 0 (04 0 0 0
6331 03(0,2|01)04(02]| 0,1 |04,1706(0,4]|02]1,4 0 0 0 (04 0 0 0
Figure 4-— Solder joint protrusion
4.5 Land pattern dimensions
Figure|5 shows the land pattern dimensions for fixed rectangular chip resistors for reflpw and
flow s¢ldering. These values are calculated based on the formulae for the solder joipt fillet
design|given in 4.4. Guiwvalues for chip resistor of 1005 are larger than the calculated|values
to preVent the solder from forming a bridge between neighbouring lands.
The cqurtyard(is) calculated using the following formulae and rounded up (round-up fgctor is
nearegt 0,05%for min. and 0,5 for max).
— [ hiakh H ] LL 1 I 2. D 2. 2 h | [~711
CY1 - IVVIIIUIICVCI o |a|gc| ll_zmln T ,V[' L i T (/L ] VI lLJI
+ (courtyard excess x 2)
_ . : 2 2 2
CY, = {whichever is larger [W i, ++/F “+P ~+Ccw" ] or [X]}

+ (courtyard excess x 2)
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Y G
A
1EC ' 1666/03
Niveatr 1 Dimensions en millimétres
Idenltificateur Identificateur
d’injpression du composant 4 G X Y ¢ Y CY2
2010M 1005 2,55 0,5 0,85 1,05 1,55 4 2
2011M 1608 3,25 0,5 1,25 1,4 1,9 5 3
2012M 2012 3,65 0,55 1,7 1,55 2,1 5 3
2013M 3216 4,85 1,6 2,05 1,65 3,25 6 4
2014M 3225 4,85 16 2,95 1,65 3,25 6 4
2015M 5025 6,65 3,2 2,95 1,75 4,95 8 4
2016M 6332 7,95 4,5 3,65 1,75 6,25 9 5
Niveal.r 2
Identificateur Identificateur
d’injpression du composant 4 G X Y C CY CYz
2010N 1005 2,05 0,5 0,75 0,8 1,3 2,6 1,3
2011N 1608 2,65 0,5 1,05 1,1 1,6 3,2 1,6
2012N 2012 3,05 0,65 1,5 1,2 1,85 3,6 2
2013N 3216 4,3 1,65 1,9 1,35 3 4,8 2,4
2014N 3225 4,3 1,65 2,8 1,35 3 4,8 3,3
2015N 5025 6,1 3,25 2,8 1,45 4,7 6,6 3,3
2016N 6332 7,4 4,55 3,5 1,45 6 7,9 4
Niveau 3
Identificateur Identificateur
d’impression du composant z G X Y ¢ CY,q CY;
2010L 1005 1,45 0,5 0,55 0,5 1,0 1,6 0,8
2011L 1608 2,1 0,5 0,9 0,8 1,3 2,2 1,1
2012L 2012 2,5 0,7 1,35 0,9 1,6 2,6 1,5
2013L 3216 3,8 1,5 1,75 1,15 2,65 3,9 1,9
2014L 3225 3,8 1,5 2,7 1,15 2,65 3,9 2,9
2015L 5025 5,6 3,1 2,7 1,25 4,35 57 2,9
2016L 6332 6,9 4.4 3,4 1,25 5,65 7,0 3,6

Figure 5 — Dimensions de la zone de report
pour résistances fixes chipses rectangulaires



https://iecnorm.com/api/?name=e32deb114d63436c74ed14b8c4132694

61188-5-2 © IEC:2003

Y

A

Y

A

| |
+ :
| |
' I
1 e SRS e — ¥
Y G
Z
IEC j\1666/03
Level | Dimensions in millimetres
Aattern Component
idpntifier identifier 4 G X X ¢ Ty Cr;
2010M 1005 2,55 0,5 0,85 1,05 1,55 4 2
2011M 1608 3,25 0,5 1,25 1,4 1,9 5 3
2012M 2012 3,65 0,55 1,7 1,55 2,1 5 3
2013M 3216 4,85 1,6 2,05 1,65 3,25 6 4
2014M 3225 4,85 1,6 2,95 1,65 3,25 6 4
2015M 5025 6,65 3,2 2,95 1,75 4,95 8 4
2016M 6332 7,95 4,5 3,65 1,75 6,25 9 5
Level 2
Hattern Component
idpntifier identifier 4 G X Y ¢ Ty CY;
2010N 1008 2,05 0,5 0,75 0,8 1,3 2,6 1,3
2011N 1608 2,65 0,5 1,05 1,1 1,6 3,2 1,6
2012N 2012 3,05 0,65 1,5 1,2 1,85 3,6 2
2013N 3216 4,3 1,65 1,9 1,35 3 4.8 2,4
2014N 3225 4,3 1,65 2,8 1,35 3 4,8 3,3
2015N 5025 6,1 3,25 2,8 1,45 4.7 6,6 3,3
2016N 6332 7,4 4,55 3,5 1,45 6 7,9 4
Level 3
Pattern Component
identifier identifier 4 G X ¥ ¢ cry Cr,
2010L 1005 1,45 0,5 0,55 0,5 1,0 1,6 0,8
2011L 1608 2,1 0,5 0,9 0,8 1,3 2,2 1.1
2012L 2012 2,5 0,7 1,35 0,9 1,6 2,6 1,5
2013L 3216 3,8 1,5 1,75 1,15 2,65 3,9 1,9
2014L 3225 3,8 1,5 2,7 1,15 2,65 3,9 2,9
2015L 5025 5,6 3,1 2,7 1,25 4,35 57 2,9
2016L 6332 6,9 4.4 3,4 1,25 5,65 7,0 3,6

Figure 5 — Fixed rectangular chip resistor land pattern dimensions
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5 Résistances fixes chipses cylindriques

5.1 Remarque introductive
Cet article spécifie les dimensions des composants et des zones de report pour résistances

fixes chipses cylindriques et présente une analyse des hypothéses de tolérance et de
soudure relatives aux dimensions des zones de report.

5.2 Description du composant

Il existe diverses valeurs pour les résistances. Les paragraphes suivants décrivent les types
les plus courants.

5.2.1 Construction de base

La Figlire 6 montre un exemple typique de construction.

Elément résistif

Couche isolante

Terminaison

-

Code de couleur

Noyau'céramique .—a Enroulements

IEC 1667/03

Figure 6 — Construction d’une résistance fixe chipse cylindrique

5.2.2 —hatériauxdes broches

Il convient que les électrodes soient recouvertes d’'un matériau compatible avec la brasure et
la méthode de brasage pour étre utilisées.

Les broches doivent étre symétriques. Elles ne doivent comporter ni incrustations de nodules,
ni protubérances, etc. réduisant la qualité de la symétrie ou des tolérances dimensionnelles
de la piéce. La terminaison doit recouvrir les extrémités du composant en enveloppant toute
sa périphérie.

5.2.3 Marquage
En régle générale, les résistances chipses ne comportent pas de marquage sur leur structure.

S’il est possible d’apposer un marquage, il doit faire apparaitre clairement la valeur nominale
de la résistance. C'est également le cas pour les autres éléments de 2.4 de la CEIl 60115-1.
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5 Fix

5.1 In

ed cylindrical chip resistors

troductory remark

This clause specifies the dimensions of components and land patterns for fixed cylindrical
chip resistors, together with an analysis of tolerance and solder joint assumptions for the land
pattern dimensions.

5.2 Component description

A variety of values exist for the dimensions of resistors. The following subclauses describe

the mo

5.2.1

Figure

5.2.2

st common types.

Basic construction

6 shows a typical construction example.

Resistor element

Insulative coating

f_._,_.End cap

Colour code

. l| . .
Ceramiccore .. Spiraling turns

IEC 1667/03

Figure 6 — Fixed cylindrical chip resistor construction

Termination materials

Electrd

des should be coated with 2 material suited to the solder and method of solderin

used.

to be

The terminations shall be symmetrical and shall not have nodules, lumps, protrusions, etc.
that degrade the symmetry or dimensional tolerances of the part. The end termination shall
cover the ends of the components and shall extend around the entire periphery.

5.2.3 Marking

Chip resistors are generally not marked on the body. If some marking can be applied, the chip
resistor shall be clearly marked with the rated resistance, and as many of the remaining items

as pos

sible from 2.4 of IEC 60115-1.
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5.2.4 Structure de boitier pour montage en surface

Voir CEI 60286-3 ou CEI 60286-6.

5.2.5 Brasabilité et résistance a la dissolution de métallisation
et a la chaleur de brasage

Voir CEI 60058-2-58.

5.3 Dimensions du composant

La F|g wre 7Z indiaue les dimensions des résistances fixes chinses cviindriaues
< g 4 <

S
L
IEC 1668/03
Dimensions en millimeétres
Ident{ficateur du L S W T
composant Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1610 1,50 1,65 0,50 1,35 0,95 1,15 0,15 0,50
2012 1,90 2,10 0360 1,50 1,15 1,35 0,30 0,65
3514 3,30 3,70 1,10 3,10 1,30 1,50 0,30 1,10
5922 5,70 6,10 2,70 5,10 2,10 2,30 0,50 1,50

Figure 7 — Dimensions d’une résistance fixe chipse cylindrique

5.4 Conception du cordon de brasure

La figyre 8 représénte des formes et des dimensions de cordons de brasure résulﬂ‘ant du
procédé de brasage. Les dimensions minimales, médianes et maximales de chacyin des
raccorfls (bord d’attaque, raccords de talon et latéral) sont déterminées par la piise en
considgration-de la fiabilité de la soudure, ainsi que de la qualité et de la productiyité du
procédé de-montage. La conception des zones de report nécessite la prise en compte de trois
facteuqs dé précision: la précision des cotes des piéces (C), la précision du montage des
pieces sur les cartes imprimées (P) et la précision des formes de chipses sur les cartes
imprimées (F), en plus des dimensions du cordon. Les formules permettant de déterminer la
tolérance résultant de ces facteurs sont les suivantes:

a. Conception en cas de brasage sans effet d'auto-alignement (niveau 1)

Dans le procédé de brasage a la vague il n'y a pas d'effet d'auto-alignement. De ce fait les
formules ne peuvent étre simplifiées et restent comme suit:

— _ 2 2 2
Zmax_Lmin+2JTmax+TT TT_\/FU trPtCL

2 2 2
Gmin = Smax = 2/H max — TH Ty \/FL1 tPL1 tCs

_ 2 2 2
Xmax = Wiin ¥ 2Js max + T's Tg= \/FL1 tPL T Cw
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5.2.4 Carrier package format
Refer to IEC 60286-3 or IEC 60286-6.

5.2.5 Solderability and resistance to dissolution of metallization and to soldering heat

Refer to IEC 60068-2-58.

5.3 Component dimensions

Figure 7 shows the component dimensions for fixed cylindrical chip resistors.

S
L
IEC 1668/03
Dimensions in millimetres
Coniponent L S W r

identifier Min. Max Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1610 1,50 1,65 0,50 1,35 0,95 1,15 0,15 0,50
4012 1,90 2,10 0,60 1,50 1,15 1,35 0,30 0,65
3514 3,30 3,70 1,10 3,10 1,30 1,50 0,30 1,10
4922 5,70 6,10 2,70 5,10 2,10 2,30 0,50 1,50

Figure 7 —Fixed cylindrical chip resistor dimensions

5.4 Solder joint fillet design

Figure| 8 shows the shape and dimensions of the solder fillet after soldering process. The
minimum, mediagi-and maximum dimensions of each of toe, heel, and side fillet are
determined by~taking into consideration solder joint reliability, and also qualify and
produdtivity ih.parts mount process. Designing land patterns needs consideration of three
factord in, accuracy: parts dimensions accuracy (C), parts mount accuracy on PWBs (P) and

land sil:ape accuracy on PWBs (F), in addition to fillet dimensions. The formulae to obtpin the
tolera :

a. Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 1)

In flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus, the formulae cannot be
simplified but remain the same as follows:

Zmax = Lmin + 2JT max + TT TT

2 2 2
\/Fu trPtCL

_ 2 2 2
Gmin = Smax = 27H max — TH Ty \/FL1 tP1 *Cs

- _ 2 2 2
Xmax = Wmin * 2Js max + T's Tg= \/FL1 tPLi T Cw
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Conception en cas de brasage sans effet d'auto-alignement (niveau 2)

= — 2 2 2
Zmax = Lmin * 2J7 man * T7 It = \/FL2 tPL2 T CL
Gpin = Spay — 2J, -T Ty = 24 pL2+cs?

min max H mdn H H FL2 *PL2 *Cs
X, =W i+ 2J + T Ta = 24 2, 2
max min S mdn S S FL2 *P2 t*Cw

Conception en cas de brasage avec effet d'auto-alignement (niveau 3)

En cag

comme nul). Donc les formules peuvent étre simplifi€es comme suit:

— _ 2 2 2
Zmax = Lmin ¥ 2Jtmin + T1 It = \/FLS +PL3” tCL
Gryin =S — 2Jp o — T Ty, = 24 p 2+ sl

min max Hmin H H FL3 PL3 Cs
Xmax = Wimin + 2Jgmin + T Ta = 245 2402
max min Smin S S FL3 tPL3 TCw

de soudage par refusion, il existe un effet d'auto-alignement parce que des aglhésifs
ne sont pas utilisés pour maintenir les composants. Dans lelprocédé de montage en surface
par solidage par refusion, la dispersion des éléments de’la‘zone de report et la précigion de
la dimension de la zone de report sur les cartes imprimées en cas de brasure peut étre
corrigge par l'effet d'auto-alignement (de ce fait les facteurs P et F peuvent étre considérés

TT = CL’ Zmax = Lmin + 2JT min + CL = Lmax + 2JT min
TH = CS! Gmin = Smax V- 2JH min — CS = Smin - 2JH min
TS = CW’ Xmax = Wmin + 2JS min + CW = Wmax + 2JS min

Toute [tolérance autre que celle mentionnée ci-dessus peut étre utilisée en fonctiorl de la

solidité

de la brasure requise et.des possibilités du processus de production utilisé, etc
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b. Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 2)

Zmax = Lmin + 2JT mdn + TT
Gmin = Smax - 2JH mdn TH

Xmax = Wmin + 2JS mdn + TS

Iy = \/FL22+PL22+CL2
Ty = \/FL22+PL22+C82

2 2 2
Is= \/FLz +tPL2" tCw

c. Design consideration when soldered with self-alignment effect (level 3)

In reflqg

to hold components.

Zmax = Lmin + 2JTmin + TT

Gmin = Smax - 2JHmin - TH

X,

max ~

w,

min ¥ 2JSmin + TS

2 2 2

It = \/FL3 +PL3”tCL
Ty = \/FL32+PL32+CSZ
_ 2 2 2
Ts= \/FL3 +P3"+Cw

w soldering process, there is a self-alignment effect because adhesives are ngt used

In the surface mount process of%reflow soldering,

parts |[mount

displagement and the land shape accuracy on PWBs, when soldered, can be corredted by
self-alignment effect (therefore factor P and F can be regarded as 0). Thus, the formulge can
be simplified as follows:

Any td

Tr = C,
TH = CS! Gmin
TS = CW’ Xmax

lerance other than the above “may be used depending on the soldering s

Zmax = Lmin + 2JT min + CL = Lmax + 2JT min

- Smax [ 2JH min — CS = Smin - 2JH min

Wmin + 2JS min * CW = Wmax + 2JS min

requirgd, the capability of the produétion process used, etc.

rength
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Xmax.

Zmin.
|
IEC® ‘1T6[69/03
Dinensions en millimétres
Tolérance Cordon de brasure
IdenIi- théorique Attaque Talon Latéral
cateuf du
F P J
compojsant T JH 1s
L-1|L-2|L-3 |L-1|L-2| L-3 | C_ |Max.|Moy.[Min.| Cs [Max.{Moy.|Min.| Cy |Max.|Moy.| Min.
161p 0,3(0,2|0,1(0,4]0,2]| 0,1 (0,15] 1 0,4 10,2 10,85y0,2 | 0,1 0 0,2]0,2]0,1 0
201p 0,3(0,2)0,1(04]0,2]| 0,1 0,2 1 0,410209(0,2]01 0 0,2 ]0,2]0,1 0
3514 03|02fo01|04]|02|01]|04| 1 |04]|02] 2 [02]01| 0 [02]02[0,1] 0
592p 03|02f01|04]|02|01]|04| 1 |[04/H0,2]|24|02]|01| 0 [02]0201] 0
Figure 8 — Protubérance de soudure
5.5 Dimensions de la zone de report
La Fighire 9 indique les dimensions de la.zone de report pour le soudage par refusion ¢t pour
le brajage a la vague des résistances, fixes chipses cylindriques. Ces valeurs sont calculées
a partif des formules utilisées pour la-conception des cordons de brasure, indiquées en|5.4.
La surface est calculée a I'aide des formules suivantes puis arrondie (I'arrondi est a 0,05 prés
pour lgs valeurs minimales.et-a 0,5 prés pour les valeurs maximales).
CY,= |{ la plus grande/des deux valeurs [L,i, + {/F 2 +P 2 +C|_2 ] ou [Z]}
+ (I'excédént de surface x 2)
CY,= |{Ja‘plus grande des deux valeurs [W i, +\/F 2 +P 2 +CW2 ] ou [X1}

+ (I'excédent de surface x 2)
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in
IEC\, 16[9/03
Dimensions in millimetres
Tolerance Solder joint
assumptions
Toe Heel S|de
Compdnent
identifier F P Jr ' Is
L1|L-2|L-3|L1]|L-2]| L-3 | C. |Max.[Mdn|Min.| Cs<{Max.|Mdn|Min.| C, [Max.|Mdn| Min.
161P 0,3102|0,1(04]02] 0,1 |0,15] 1 0,4 (0,2 0:85| 0,2 | 0,1 0 [(0,2]02]0,1 0
201p 0,3102|01(04]02] 0,1]0,2 1 0,4 (027109]02](0,1 0 [(0,2]02]0,1 0
3514 0,3102|01(04]|02]| 01|04 1 0,4p0y2 | 2 | 0,2 (0,1 0 [0,2]02]0,1 0
592p 0,3102(0,1(04]|02]| 0,104 1 04.(0,2]1241]0,2](0,1 0 [0,2]0,2]0,1 0

Figure 8 — Solder joint protrusion

5.5 Land pattern dimensions
Figure|9 shows the land pattern dimensions for fixed cylindrical chip resistors for reflpw and

flow s¢ldering. These values are_calculated based on the formulae for the solder joipt fillet
design|given in 5.4.

The cqurtyard is calculated ‘using the following formulae and rounded up (round-up fgctor is
nearest 0,05 for min. and 0}5 for max.).

CY,= |{whicheverisiarger [L., + 1/F 24 P 24 C|_2 ] or [Z]}

+ (courtyard excess x 2)

CY,= |{whichever is larger [W,in +\/F 24 P 24 CW2 ] or [XT}

+ (courtyard excess x 2)


https://iecnorm.com/api/?name=e32deb114d63436c74ed14b8c4132694

- 36 - 61188-5-2 0 CEI:2003

CYq

A
¥

A
¥

X
CYr

\
¥ |
-1 - _ _ T — \ 4
Y G
A
IEC\J670/03
Niveal.r 1 Dimensions en millimétres
Identfificateur Identificateur
d’imiression du composant 4 G X Y ¢ CYy CYy
2p30M 1610 4,05 0,5 1,9 1,8 2,3 6 3
2031M 2012 4,45 0,5 2,1 2,0 2,5 4
2P32M 3514 5,95 1,2 2,25 2,4 3,6 4
2P33M 5922 8,35 3.4 3,05 2,65 5,75 10 5
Niveatr 2
Identfificateur Identificateur
d’imiression du composant 4 G X ¥ ¢ CY, CYy
2P30N 1610 2,65 0,5 1,3 1,1 1,6 3,2 1,8
2P31N 2012 3,05 0,5 1,5 1,3 1,8 3,6 2,0
2P32N 3514 4.6 1,5 1,65 1,55 3,05 51 2,2
2P33N 5922 7,0 3,35 2,45 1,85 52 7,5 3,0
Niveatr 3
Identfficateu Identificateur
d’impression du composant 4 G X Y ¢ CY, CYy
2p30L 1610 2,05 0,5 1,15 0,8 1,3 2,2 1,3
2031L 2012 2,5 0,6 1,35 0,95 1,95 2,6 1,5
2032L 3514 4,3 1,1 1,5 1,6 2,7 4.4 1,7
2033L 5922 6,7 2,7 2,3 2,0 4.7 6,8 2,5

Figure 9 — Dimensions de la zone de report
pour résistances fixes chipses cylindriques
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A
IEC\1670/03
Level |l Dimensions in millimetres
Hattern Component
identifier identifier 4 G X ¥ ¢ Ty CY;
2030M 1610 4,05 0,5 1,9 1,8 2,3 3
2031M 2012 4,45 0,5 2.1 2,0 2,5 4
2032M 3514 5,95 1,2 2,25 2,4 3,6 4
2033M 5922 8,35 3,1 3,05 2,65 5,75 10 5
Level 2
Hattern Component
identifier identifier Z G X Y ¢ Ty Cr;
2030N 1610 2,65 0,5 1,3 1,1 1,6 3,2 1,8
2031N 2012 3,05 0,5 1,5 1,3 1,8 3,6 2,0
2032N 3514 4,6 1,5 1,65 1,55 3,05 5,1 2,2
2033N 5922 7,0 3,35 2,45 1,85 5,2 7,5 3,0
Level B
Hattern Component
identifier identifier 4 G X Y ¢ Ty Cr,
PO30L 1610 2,05 0,5 1,15 0,8 1,3 2,2 1,3
P03 2012 2,5 0,6 1,35 0,95 1,55 2,6 1,5
2032L 3514 4,3 1.1 1,5 1,6 2,7 4.4 1,7
2033L 5922 6,7 2,7 2,3 2,0 4.7 6,8 2,5

Figure 9 — Fixed cylindrical chip resistor land pattern dimensions
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6 Condensateurs fixes chipses a diélectrique en céramique multicouche

6.1 Remarque introductive

Cet article spécifie les dimensions des composants et des zones de report pour conden-
sateurs fixes chipses a diélectrique en céramique multicouche et présente une analyse des
hypothéses de tolérance et de soudure relatives aux dimensions des zones de report.

6.2 Description du composant

Il existe diverses valeurs pour les dimensions des condensateurs fixes chipses a diélectrique
en céramique multicouche. Les paragraphes suivants décrivent les types les plus courapnts.

6.2.1 Construction de base

La Figlre 10 montre un exemple typique de construction.

IEC |1671/03

1 Ternjinaison 8" Marge de fin

2 Diélgctrique 9 Couche de base

3 Elecjrode 10 Couche active de diélectrique
4 Londueur de la puce 11 Marge de bord

5 Empfeinte de I'électrode“«A» 12 Epaisseur de la puce

6 Empfeinte de I'électtode 13 Largeur de la puce

7 Couyercle 14 Largeur de la terminaison

Figure 10 — Construction d'un condensateur fixe chipse
a diélectrique en céramique multicouche

Les condensateurs fixes chipses a diélectrique en céramique multicouche utilisent des
substrats tels que des hybrides d’alumine et du métal recouvert d’'une couche de porcelaine.
Leur construction est de type monolithique; ils sont principalement constitués d’un bloc
compact de céramique renfermant un systeme d’électrodes et des extrémités métallisées pour
I'interconnexion du circuit. Ce bloc compact est robuste, il est apte a supporter un
environnement et des conditions difficiles liées aux procédés de fabrication.

Les électrodes sont constituées par dépdt a leurs extrémités d’'une préparation verre-métal
précieux en suspension dans un solvant organique. Le séchage et la cuisson éliminent
ensuite le solvant organique et forment une soudure entre le diélectrique en céramique et le
constituant vitrifié.
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6 Fixed multilayer ceramic chip capacitors

6.1 In

troductory remark

This clause specifies the dimensions of components and land patterns for fixed multilayer
ceramic chip capacitors, together with an analysis of tolerance and solder joint assumptions
for the land pattern dimensions.

6.2 Component description

A variety of values exist for the dimensions of fixed multilayer ceramic chip capacitors. The

followi

6.2.1

Figure

Basic construction

Term
Diels
Elect
Chip
“A” e
Elect
Cap

N o a0 -

=

=
2 3
ination 8
ctric 9
rode 10
length 11
ectrode print 12
rode print 23
topping layer) 24

Fixed

ng subclauses describe the most common types.

10 shows a typical construction example.

/

End margin

Base layer

Shim (active dielectric layer)
Side margin

Chip thickness

Chip width

Termination width

Figure 10 — Fixed multilayer ceramic chip capacitor construction

IEC |1671/03

ultilayer ceramic chip capacitors use substrate materials such as aluminate hybrid and

sically

solid block of ceramic with an enclosed electrode system and metalhzed ends for circuit
interconnection. This solid block is rugged and capable of withstanding the harsh environment
and treatment associated with manufacturing processes.

Electrodes are made by coating the chip ends with a precious metal-glass formulation
suspended in an organic solvent. Consecutive drying and firing eliminates the organic solvent
and forms a bond between the ceramic dielectric and glass constituent in the termination.
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Matériaux des broches

Il convient que les électrodes soient recouvertes d’'un matériau compatible avec la brasure et
la méthode de brasage pour étre utilisées.

Les broches doivent étre symétriques. Elles ne doivent comporter ni incrustations de nodules,
ni protubérances, etc. réduisant la qualité de la symétrie ou les tolérances dimensionnelles de
la piéce. Les électrodes externes doivent recouvrir les extrémités des composants et les

envelo

pper dessus et dessous.

Les matériaux couramment utilisés sont les suivants: alliage palladium-argent, argent et or.

Le rev
de bar
barriér|
une eff

6.2.3

En rég

ne conpportent pas de marquage.

6.2.4

Voir C

6.2.5

Les pitces sont généralement soudées aprés un préchauffage a 150 °C pendant 1 mir

doiven
fusion

En raig
des co

méthofle de soudage employée soumet les composants traités a des variatio

tempé

Etermentde brasage appliquesur deseftectrodes metattisees doit comporterune
iere de diffusion entre la métallisation de I'électrode et elle-méme. Pour la eou
e de diffusion, il est recommandé d’utiliser du nickel ou un métal similairé preés
icacité équivalente.

Marquage

le générale, les condensateurs fixes chipses a diélectrique em céramique multi

Structure du boitier pour montage en surface

| 60286-3 ou CEI 60286-6.

Brasabilité et résistance a la dissolution.de métallisation
et a la chaleur de brasage

pouvoir supporter pendant au moinss10 s une immersion dans un bain de soud
a2 260 °C.

on des différences de coefficient de dilatation thermique, il convient d’étre vigila
hdensateurs 3225 (1210)0du'supérieurs montés sur des substrats organiques lors

ature excessives.

couche
che de
entant

touche

. Elles
ure en

nt avec
sque la
ns de
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6.2.2 Termination materials

End terminations should be coated with a material suited to the solder and method of

soldering to be used.

The terminations shall be symmetrical, and shall not have nodules, lumps, protrusions, etc.
that degrade the symmetry or dimensional tolerances of the part. The end termination
electrode shall cover the ends of the components and shall extend to the top and bottom of

the component.

Common termination materials are palladium-silver alloy, silver, and gold. Solder finish

applie =
metallization and the solder finish. The barrier material layer should be nickel or.a
metal ¢ffective as a barrier to diffusion.

6.2.3 Marking

Fixed multilayer ceramic chip capacitors are typically unmarked.

6.2.4 Larrier package format

Refer o IEC 60286-3 or IEC 60286-6.

6.2.5 Polderability and resistance to dissolution of metallization and to soldering

Parts @re typically soldered after preheating at 150.°C for 1 min. Parts shall be cap
withstgnding a minimum of 10 s immersion in molten-'solder at 260 °C.

rctrode
similar

heat

able of

Cautioh should be exercised when using the-:3225 (1210) or larger capacitors mounted on

organi¢ substrates due to CTE (coefficientiof thermal expansion) mismatch if the as
process gives large temperature swingsto’devices in processing.

sembly
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6.3 Dimensions du composant

La Figure 11 indique les dimensions des condensateurs fixes chipses a diélectrique en
céramique multicouche.

L
A
w
Y
|
H
|
IEC 1672/03
Dimensions en millimgtres
Ideni:\icateur du L S 4 T H
composant Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 2 Max.
1005 0,95 1,05 0,30 0,85 0,45 0,55 0,10 0,35 0,55
1608 1,50 1,70 0;50 1,30 0,70 0,90 0,20 0,50 0,90
2012 1,90 2,10 0,70 1,70 1,15 1,35 0,20 0,60 1,35
3216 3,00 340 1,40 2,80 1,45 1,75 0,30 0,80 1,75
3225 3,00 3:;40 1,40 2,80 2,30 2,70 0,30 0,80 2,00
4532 4,20 4,80 2,00 4,20 3,00 3,40 0,30 1,10 2,00
5750 5,30 6,10 2,50 5,50 4,60 5,40 0,30 1,40 2,00
@ Valeur calculéé.
Figure 11 — Dimensions d’un condensateur fixe chipse
a diélectrique en céramique multicouche

6.4 Conception du cordon de brasure

La Figure 12 représente des formes et des dimensions de cordons de brasure résultant du
procédé de brasage. Les dimensions minimales, médianes et maximales de chacun des
raccords (bord d’attaque, raccords de talon et latéral) sont déterminées par la prise en
considération de la fiabilité de la soudure, ainsi que de la qualité et de la productivité du
procédé de montage. La conception des zones de report nécessite la prise en compte de trois
facteurs de précision: la précision des cotes des piéces (C), la précision du montage des
piéces sur les cartes imprimées (P) et la précision des formes de chipses sur les cartes
imprimées (F), en plus des dimensions du cordon. Les formules permettant de déterminer la
tolérance résultant de ces facteurs sont les suivantes:
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6.3 Component dimensions

Figure 11 shows the component dimensions for fixed multilayer ceramic chip capacitors.

L
A
W
Y
)
H
A
EC 1672/03
Dimensions in millimelres
Coniponent L S w T I
idetifier Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.? Malx.
1005 0,95 1,05 0,30 0,85 0,45 0,55 0,10 0,35 0,45
1608 1,50 1,70 0,50 1,30 0,70 0,90 0,20 0,50 0,90
4012 1,90 2,10 0,70 1,70 1,15 1,35 0,20 0,60 1,45
9216 3,00 3,40 1,40 2,80 1,45 1,75 0,30 0,80 1,15
9225 3,00 3,40 1540 2,80 2,30 2,70 0,30 0,80 2,40
4532 4,20 4,80 2,00 4,20 3,00 3,40 0,30 1,10 2,40
4750 5,30 6,10 2,50 5,50 4,60 5,40 0,30 1,40 2,40
@ Caldulated value.
Figure 11 — Fixed'multilayer ceramic chip capacitor component dimensions
6.4 Solder jointfillet design
Figure| 12 shows the shape and dimensions of the solder fillet after soldering procegs. The
minimum, (median and maximum dimensions of each of toe, heel, and side fillet are
determingd by taking into consideration solder joint reliability, and also qualify and

productivity I parts TMount process. Designing tand patterns needs constderation of three

factors in accuracy: parts dimensions accuracy (C), parts mount accuracy on PWBs (P) and
land shape accuracy on PWBs (F), in addition to fillet dimensions. The formulae to obtain the
tolerance resulted from these factors are as follows:
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ception en cas de brasage sans effet d'auto-alignement (niveau 1)
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Dans le procédé de brasage a la vague il n'y a pas d'effet d'auto-alignement. De ce fait,
les formules ne peuvent étre simplifiées et restent comme suit:

_ _ 2 2 2
Zmax = Lmin ¥ 2J7 max * I1 TT—\/FU + Pt CL
G...=S _ 2J - T T, = 2+ 2+ 2

min max H max H H FL1 T PL1r tCs
X, =W ... + 2J + T Ta = 2+ 2+ 2
max min S max S S FL1 T PL1 TCw

b. Con

c. Cohception en cas de brasage avec effet d'auto-alignement (niveau 3)

En cag

ne sont pas utilisés pour maintenir les composants. Dans le procédé de montage en s
par solidage par refusion, la dispersion des éléments de la zone de report et la précis
la dimgension de la zone de report sur les cartes imprimées en cas de brasure pe

corrigé

comme nuls). Donc les'formules peuvent étre simplifiées comme suit:

Toute [tolérance autre que celle mentionnée ci-dessus peut étre utilisée en fonction

ception en cas de brasage sans effet d'auto-alignement (niveau 2)
Z o =L +2J + T T- = 245 .24 2
max — Lmin Tmdn ™ 17 T FLo t P2 tCL
G = S — 2, - T Ty = 24 pL2+cs?
min = ®max H mdn ~ {H H FL2 *t P2 *Cs
X, =W.... + 2J + T Ta = 2 + 2 + 2
max min S mdn S S FL2 *PL2 tCw

— _ 2 2 2
Zmax_Lmin+2JT min+TT TT_ \/FL3 P tCL
G =8 —2Jy o= T, Ty & 24 p 2+ a2

min max H min H H FL3 tPL3 tCs
Xovax = Winin + 2Js min * T Ts = 2+ pLa?+on?
max min S min S S FL3 tP3 tCw

de soudage par refusion,. il existe un effet d'auto-alignement parce que des aglhésifs

e par l'effet d'auto=alignement (de ce fait, les facteurs P et F peuvent étre cons

TT = CL’ Zmax = Lmin + 2JT min + CL = Lmax + 2JT min
TH = CS7 Gmin = Smax - 2JH min — CS = Smin - 2JH min
TS = CW’ Xmax = Wmin + 2JS min * CW = Wmax + 2JS min

solidité de la brasure requise et des possibilités du processus de production utilisé, etc.

urface
ion de

ut étre
tidérés

de la
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a. Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 1)

In flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus, the formulae cannot be

simplified but remain the same as follows:

- — 2 2 2
Zmax = Lmin ¥ 2J7 max * I TT_\/FU *PL1 tCL
Grmin = Smay — 2J ~ T, Ty = 24 p 2+l

min max H max H H FL1 PL1 Cs
X =W+ 2J + T Ta = 2+ 2+ 2
max min S max S S FL1 T P11 tTCw

b. DeJign consideration when soldered without self-alignment effect (level 2)

— _ 2 2 2
Zmax = Lmin * 2J7 man * T7 Iy = \/FLZ + P2 T CL
Grmin = Smay — 2J -7 Ty = 24 p 2+ (2

min max H mdn H H FL2 PL2 Cs
X =W._.. +2J + T Ta = 2+ 2+ 2
max min S mdn ] S FL2 *P2 *Cw

c. Dedign consideration when soldered with self-alignment effect (level 3)

_ _ 2 2 2
Zmax = Lmin * 27 min * T It = \/FLS T PL3”tCL
G =8 = 2Jy o= T, Ty = 24 p 2+ 2

min max H min H H FL3 tPL3 tCs
X = Wi +2Jg o+ T, Tg = 24 pLa+ o’
max min S min S S FL3 tPL3 TCw

In reflgw soldering process, therenis a self-alignment effect because adhesives are nqt used

to hold components. In the-“surface mount process of reflow soldering,

parts

mount

displagement and the land shape accuracy on PWBs, when soldered, can be corredted by
self-alignment effect (theréfore factor P and F can be regarded as 0). Thus, the formul

be simplified as follows¢
IT=C, Z Lin * 2J1min t CL=L
TH = CS7 Gmin = Smax - 2JH min — CS = Smin - 2JH min

TS = CW’ Xmax = Wmin + 2']8 min * CW = Wmax + 2JS min

max — max + 2JT min

Any tglerance other than the above may be used depending on the soldering s

ge can

rength

required, the capabllity of The production process used, elc.
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Bord d'attaque Raccord latéral
q e i Raccorddetalon ] jode— " =
/| |
¢ ’
4 ]
- -~ ‘\ /'
< v
Zmax. Gnmin. Xmax.
IEC 1673/03

Dimengions en millimeétres

Cordon de brasure

Tolérance
Identif|- théorique Attaque Talon Latéral
cateur dlu
composint F P Jr Ju Js
L-1|L-2|L-3|L1|L-2(L-3| C_ |Max.|Moy.|Min.| Cg |Max.|Moy.|Min.| C\y (Max.|Moy.[Min.

1005 0,3(0,2]0,1(0,2]0,15|) 0,1 | 0,1 (0,6 |0,4(0,2]055| 0 0 0 |0,1 0 0 0
1608 03(0,2|01(04]0,2)011]02(06]|04(02]0,8]| O 0 0 [02] O 0 0
2012 03(0,2|01(04)0,2]|0,1]0,2(06]0,4]0,2 1 0 0 0 [02] O 0 0
3216 03(0,2|01(04]0,2)0,11]04(0,6]|0,4](0,2]1,4¢ "0 0 0 [03] O 0 0
3225 03(0,2|01(04]0,2|0,11]04(0,6]|04](0241,4 0 0 0 [04] O 0 0
4532 03(0,2|01(04]0,2|0,11]061(06]0,4]|02)2,2 0 0 0 [04] O 0 0
5750 03(0,2|01(04)0,2|0,1]08/[06]0,48 02| 3 0 0 0 [08] O 0 0

NOTE Le modéle 1005 est trop petit pour le procédé de ‘brasage a la vague; aussi bien que les

supériel

en consgquence, ces modeéles (1005 et supérieurs a 3225) ne sont pas adaptés au brasage a la vague.

modéles

rs au 3225, le brasage a la vague peut faire apparaitre des microfissures résultant d’un choc thermique;

6.5

Figure 12 — Protubérance de soudure

Dimensions de la zone de.report

La Figlire 13 indique les dimehsions de la zone de report pour le soudage par refusion

le bra
multicd

cordons de brasure, indiquées en 6.4.

La sur

pour lgs valeurs'minimales et a 0,5 prés pour les valeurs maximales).

ace est calculée a I'aide des formules suivantes puis arrondie (I'arrondi est a 0,

et pour

bage a la vague des condensateurs fixes chipses a diélectrique en céramique
uche. Ces valeurstsont calculées a partir des formules utilisées pour la conception des

Q5 pres

CY} & 1a plus grande des deux valeurs [L;, + 1[F 2 +P 2 +c|_2 ] ou [Z]}
+ (excédent de surface x 2)
CY, = { la plus grande des deux valeurs [W i, +\/F 2 +P 24 sz ] ou [X]}

+ (excédent de surface x 2)
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: ) Side fillet
Toe fillet ] e Heel fillet ——Jg—]
- A 'I
- ‘e ~
Zmax. Gnmin. Xmax.
IEC 1673/03
Dimensions in‘millimetres
Tolerance Solder joint
assumptions R
Companent P Toe Heel Sige
identifier F P Jr Iy Js
L1 |(L-2|L-3 (L1 |L-2|L-3 | C_ |Max.|Mdn|Min.| Cg |Max.|Mdn,[Min.| Cy, [Max.|Mdn |Min.

100p 0,3102j0,1{0,2]|0,15}, 0,1 |0,1]06 (0,4 (0,2(055 0 0 0 |01 0 0 0

160B 0,3)102|01(04|0,2)01]02]06](0,4](0,2(0,8}),0 0 0 |0,2| O 0 0

201p 0,3)102|01|(04(|0,2)01]02]06(04(02] 1 0 0 0 |02 O 0 0

321p 0,3)102|0,1(04|02)0,1]|04]|06(04 (024 0 0 0 [0,3] O 0 0

322p 0,3102|0,1(04|02)0,1]04]06(04([0,2714]| O 0 0 [04] O 0 0

453p 0,3)102|0,1(04|0,2]0,1]06]|06](0471.02(22]| 0 0 0 [04] O 0 0

575D 03(02)|01(04]02)|0,1]08|0,6 ¢04([02] 3 0 0 0 |08 O 0 0
NOTE| The 1005 type is too small for the flow solderingprocess. In the types larger than 3225, micro crgcks may
occur py thermal shock in the flow soldering process.*Thus, the 1005 type and types larger than 3225 are|not
suitable for the flow soldering process.

Figure 12 ='Solder joint protrusion

6.5 Land pattern dimensions

Figure
reflow

The ca

CY1:

13 shows the land pattern dimensions for fixed multilayer ceramic chip capacifors for
and flow soldering:\Fhese values are calculated based on the formulae for the|solder
joint fillet design given.in 6.4.

urtyard is~calculated using the following formulae and rounded up (round-up fgctor is
nearest 0,05 formin. and 0,5 for max.).

{Whichever is larger [Ly,in + o F 2+p?+c?or 2

CY2:

+ (courtyard excess x 2)

{whichever is larger [, +\/F 2+ p %+ o] or X}

+ (courtyard excess x 2)
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Y G
Z
IEGN\ 1674/03
Niveatr 1 Dimensions en millimétres
Idedtificateur Identificateur
d’imjpression du composant z G X X ¢ CYy CYz
2040M 1005 2,55 0,5 0,85 1,05 1,55 4,0 2,0
2041M 1608 3,25 0,5 1,25 1,4 1,9 5,0 3,0
2042M 2012 3,65 0,55 1,7 1,55 2,1 5,0 3,0
2043M 3216 4,85 1,5 2,05 1,7 3,2 6,0 4,0
2044M 3225 4,85 1,5 2,95 1,7 3,2 6,0 4,0
2045M 4530 6,2 2,6 3,65 1,8 4.4 8,0 4,0
2046M 5750 7,45 3,65 5,55 1,9 5,55 9,0 7,0
Niveal.r 2
Idedtificateur Identificateur.
d’injpression du composant 4 G X Y ¢ Yy CYz
2040N 1005 2,05 0,5 0,75 0,8 1,3 2,6 1,3
2041N 1608 2,65 0,5 1,05 1,1 1,6 3,2 1,6
2042N 2012 3,05 0,65 1,5 1,2 1,85 3,6 2,0
2043N 3216 4,3 1,55 1,9 1,4 2,95 4,8 2,4
2044N 3225 4,3 1,55 2,8 1,4 2,95 4,8 3,3
2045N 4530 5,7 2,65 3,5 1,55 4,2 6,2 4,0
2046N 5750 6,95 3,7 5,45 1,65 5,35 7,5 6,0
Niveau 3
Identificateur Identificateur
d'impression du composant 4 G X Y ¢ Y CY;
2040L 1005 1,45 0,5 0,55 0,5 1,0 1,6 0,8
2041L 1608 2,1 0,5 0,9 0,8 1,3 2,2 1,1
2042L 2012 2,5 0,7 1,35 0,9 1,6 2,6 1,5
2043L 3216 3,8 1,4 1,75 1,2 2,6 3,9 1,9
2044L 3225 3,8 1,4 2,7 1,2 2,6 3,9 2,9
2045L 4530 5,2 2,0 3,4 1,6 3,6 5,3 3,6
2046L 5750 6,5 2,5 5,4 2,0 4.5 6,6 5,6

Figure 13 — Dimensions de la zone de report pour condensateurs fixes chipses
a diélectrique en céramique multicouche
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Level | Dimensions in milllmetres
Aattern Component
identifier identifier 4 G X X ¢ Ty Cr;
2040M 1005 2,55 0,5 0,85 1,05 1,55 4,0 2,0
2041M 1608 3,25 0,5 1,25 1,4 1,9 5,0 3,0
2042M 2012 3,65 0,55 1,7 1,55 2,1 5,0 3,0
2043M 3216 4,85 1,5 2,05 1,7 3,2 6,0 4,0
2044M 3225 4,85 1,5 2,95 1,7 3,2 6,0 4.0
2045M 4530 6,2 2,6 3,65 1,8 4.4 8,0 4.0
2046M 5750 7,45 3,65 5,55 1,9 5,55 9,0 7,0
Level R
Hattern Component
identifier identifier 4 G X Y ¢ Ty CY;
2040N 1008 2,05 0,5 0,75 0,8 1,3 2,6 1,3
2041N 1608 2,65 0,5 1,05 1,1 1,6 3,2 1,6
2042N 2012 3,05 0,65 1,5 1,2 1,85 3,6 2,0
2043N 3216 4,3 1,55 1,9 1,4 2,95 4,8 2,4
2044N 3225 4,3 1,55 2,8 1,4 2,95 4.8 3,3
2045N 4530 5,7 2,65 3,5 1,55 4,2 6,2 4.0
2046N 5750 6,95 3,7 5,45 1,65 5,35 7,5 6,0
Level 3
Pattern Component
identifier identifier 4 G X Y ¢ CYy CYy
2040L 1005 1,45 0,5 0,55 0,5 1,0 1,6 0,8
2041L 1608 2,1 0,5 0,9 0,8 1,3 2,2 1,1
2042L 2012 2,5 0,7 1,35 0,9 1,6 2,6 1,5
2043L 3216 3,8 1,4 1,75 1,2 2,6 3,9 1,9
2044L 3225 3,8 1,4 2,7 1,2 2,6 3,9 2,9
2045L 4530 5,2 2,0 3,4 1,6 3,6 5,3 3,6
2046L 5750 6,5 2,5 54 2,0 4,5 6,6 5,6

Figure 13 — Fixed multilayer ceramic chip capacitor land pattern dimensions
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7 Condensateurs fixes chipses au tantale

71 Remarque introductive
Cet article spécifie les dimensions des composants et des zones de report pour conden-

sateurs fixes chipses au tantale et présente une analyse des hypothéses de tolérance et de
soudure relatives aux dimensions des zones de report.

7.2 Description du composant

Il existe diverses valeurs pour les dimensions des condensateurs fixes chipses au tantale.
Les pafragraphes suivants décrivent les types les plus courants.

7.2.1 Construction de base

La Figlre 14 montre un exemple de construction typique.

| |
@ IEC 1675/03

Figure 14 — Construction’d'un condensateur fixe chipse au tantale

7.2.2 Matériaux des broches

Il convjent que les électrodes soient recouvertes d’'un matériau compatible avec la bragure et
la métihode de brasage'‘pour étre utilisées.

A\ ”A)

L’électrode externe"doit recouvrir I’extrémité du composant et en envelopper le cotg¢ et le

dessoys.

7.2.3 Marquage

Voir la CEI 60384-3.

7.24 Structure du boitier pour montage en surface

Voir CEIl 60286-3.

7.2.5 Brasabilité et résistance a la dissolution de métallisation
et a la chaleur de brasage

Il convient que les piéces soient capables de supporter deux ou plusieurs cycles d’un procédé
standard de soudage par refusion a 235 °C. Chaque cycle doit comprendre des expositions
de 30 s a 235 °C. Les pieces doivent pouvoir supporter pendant au moins 5 s une immersion
dans un bain de soudure en fusion a 260 °C.
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7 Fixed tantalum chip capacitors

7.1 Introductory remark
This clause specifies the dimensions of components and land patterns for fixed tantalum chip

capacitors, together with an analysis of tolerance and solder joint assumptions for the land
pattern dimensions.

7.2 Component description

A variety of values exist for the dimensions of fixed tantalum chip capacitors. The following
subclapses describe the most common types.

7.2.1 Basic construction

Figure|[14 shows a typical construction example.

| |
@ IEC 1675/03

Figure 14 — Fixed tantalum chip capacitor construction

7.2.2 [fermination materials

End tgrminations shouldi-be coated with a material suited to the solder and method of
soldering to be used.

The end termination ' shall cover the ends of the components, and shall extend out to the side
and bgttom of the*component.

7.2.3 Marking

Refer to IEC 60384-3.

7.2.4 Carrier package format

Refer to IEC 60286-3.

7.2.5 Solderability and resistance to dissolution of metallization and to soldering heat

Parts should be capable of withstanding two or more cycles through a standard reflow system
operating at 235 °C. Each cycle shall consist of 30 s exposure at 235 °C. Parts shall be
capable of withstanding a minimum of 5 s immersion in molten solder at 260 °C.
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7.3 Dimensions du composant

La Figure 15 indique les dimensions des condensateurs fixes chipses au tantale.

1 I
Hq
L l \
L— § —»‘ 1 > W |-
el L | — V) —P
IEC 1676/03
Dimensipns en millimétres
Identifidateur L /4 H, H, W3 A )
d
compgsant Min. Max. Min. Max. Max. Max. MHOL Max. Min. Max. Min. Max.
201 1,80 2,20 1,05 1,45 1,20 0,85 0,80 1,00 0,30 0,70 0,50 1,00
3216 3,00 3,40 1,40 1,80 1,80 1§20 1,10 1,30 0,50 1,10 1,10 1,70
3528 3,30 3,70 2,60 3,00 2,10 1,30 2,10 2,30 0,50 1,10 1,40 2,00
6032 5,70 6,30 2,90 3,50 2,80 1,60 2,10 2,30 1,00 1,60 2,90 3,50
7343 7,00 7,60 4,00 4,60 3710 1,70 2,30 2,50 1,00 1,60 4,10 4,80

Figure 15 — Dimensions'd’un condensateur fixe chipse au tantale

7.4 Conception du cordon.de brasure

La figyre 16 représente-des formes et des dimensions de cordons de brasure résulfant du
2dé de brasage/Les dimensions minimales, médianes et maximales de chaciyin des
raccorfls (bord d’attaque, raccords de talon et latéral) sont déterminées par la piise en
considgration denla“fiabilité de la soudure, ainsi que de la qualité et de la productiyité du
procédé de mantage. La conception des zones de report nécessite la prise en compte de trois
facteus de sprecision: la précision des cotes des piéces (C), la précision du montage des
piéces| sunr.lés cartes imprimées (P) et la précision des formes de chipses sur les|cartes
imprimlées/(F), en plus des dimensions du cordon. Les formules permettant de déternjiner la
tolérance résultant de ces facteurs sont Tes suivantes:
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7.3 Component dimensions

Figure 15 shows the component dimensions for fixed tantalum chip capacitors.

!

—

Hj

— , Y

}4—3—4 - | 7 -

g L — Vo
IEC 1676/03
Dimensions in miflimetres
Compdnent L w H\ Hy Wy A S
identifier Min. | Max. | Min. | Max. | Max. [ Max. | Min. | ,Max/ | Min. | Max. [ Min. || Max.
201 1,80 | 2,20 | 1,05 | 1,45 | 1,20 | 0,85 | 0,80 {H1,00 | 0,30 | 0,70 | 0,50 || 1,00
321f6 3,00 3,40 1,40 1,80 1,80 1,20 1,10 1,30 0,50 1,10 1,10 1,70
3528 3,30 3,70 2,60 3,00 2,10 1,30 2,10 2,30 0,50 1,10 1,40 2,00
603P 5,70 | 6,30 | 2,90 | 3,50 | 2,80 | 1%6Qr| 2,10 | 2,30 | 1,00 | 1,60 | 2,90 || 3,50
7343 7,00 7,60 4,00 4,60 3,10 1,70 2,30 2,50 1,00 1,60 4,10 4,80
Figure 15 — Fixed tantalum chip capacitor component dimensions
7.4 Solder joint fillet design
Figure[16 shows the shape and‘dimensions of the solder fillet after soldering procegs. The

minimum, median and maximum dimensions of each of toe, heel, and side fillet are
determined by taking into .consideration solder joint reliability, and also qualify and

produgtivity in parts mount process. Designing land patterns needs consideration of
factorg in accuracy: parts dimensions accuracy (C), parts mount accuracy on PWBs (

land shape

tolerance resulted from these factors are as follows:

three

P) and

accuracy on PWBs (F), in addition to fillet dimensions. The formulae to obtpin the
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a. Conception en cas de brasage sans effet d'auto-alignement (niveau 1)

Dans le procédé de brasage a la vague il n'y a pas d'effet d'auto-alignement. De ce fait,
les formules ne peuvent étre simplifiées et restent comme suit:

_ _ 2 2 2
Zmax = Lmin ¥ 2J4 max * TH TH—\/FU + Pt CL
G...=S _ 2J - T T = 2+ 2+ 2

min max T max T T FL1 T PLr tCs
X, =W ... + 2J + T Ta = 2+ 2+ 2
max min S max S S FL1 T PL1 TCw

1:2003

b. Cadnception en cas de brasage sans effet d'auto-alignement (niveau 2)

c. Conception en cas de brasage avec effet d'auto-alignenmient (niveau 3)

En cag
ne sont

_ _ 2 2 2
Zmax = Lmin ¥ 274 man + TH Ty = \/FLZ +PLo”tCL
G = S — 27 -T Tr = 24 pL2+ g

min max T mdn T T FL2 *PL2 TCs
X, =W.... + 2J + T Ta = 2 + 2 + 2
max min S mdn S S FL2 TPL2 tCw

— _ 2 2 2
Zmax = Lmin * 2J4 min * TH Ty= \/FL3 #FPL3 tCL
G =8 —2Jr . —T Tt = 24 py a2+ 02

min max T min T T FL3 *PL3 TCs
Xooy = Wi+ 2Jg oo+ T Te = 24 p 224 o2
max min S min S S FL3 PL3 Cw

de soudage par refusion,il-existe un effet d'auto-alignement parce que des a
pas utilisés pour maintenir les composants. Dans le procédé de montage en

Hhésifs
surface

par solidage par refusion, la dispersion des éléments de la zone de report et la précigion de
la dimgension de la zone de-report sur les cartes imprimées en cas de brasure peut étre
corrigge par l'effet d'aute=alignement (de ce fait les facteurs P et F peuvent étre considérés

comme

nuls). Donc leS formules peuvent étre simplifiées comme suit:
TH = CL7 Zmax = Lmin+ 2JH min * CL = Lmax + 2JH min
TT = CS’ Gmin=Smax_2JT min_CS= Smin_ZJT min
TS = CW’ Xmax = "min + 2JS min + CW = Wmax + 2JS min

Toute lUiU’ldlle autlc Yyuc L,U“U IIIUIIt;UIIIIU’U b;—dﬁbbub pcut étlc ut”ibU’U Cll fUllbt;Ul de Ia
solidité de la brasure requise et des possibilités du processus de production utilisé, etc.
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a. Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 1)

In flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus, the formulae cannot be
simplified but remain the same as follows:

= — 2 2 2
Zmax = Lmin * 2J4 max * TH TH_\/FU *PL1 tCL
Grmin = Smay — 2/ -T Tr= 24 p 2+ 02

min max T max T T FL1 PL1 Cs
X, =W ..+ 2J + T Ta = 2+ 2+ 2
max min S max S S FL1 TP tCw

b. DeJign consideration when soldered without self-alignment effect (level 2)

c. Dedign consideration when soldered with self-alignment éffect (level 3)

— _ 2 2 2
Zmax = Lmin * 2J4 mdn * TH Ty = \/FLZ + P T CL
Grin=8. —2J -T Ty = 24 p 2+ 082

min max T mdn T T FL2 P2 Cs
X =W._.. +2J + T Ta = 2+ 2+ 2
max min S mdn ] S FL2 T P2 #/€w

— _ 2 2 2
Zmax_Lmin+2JHmin+TH TH_ \/FL3 TPz tCL
G =8 —2Jr o — T T3 24 py a2+ 02

min max T min T T FL3 *PL3 TCs
X =W._ . + 2] .+ T Ta = 2+ 2+ 2
max min S min S S FL3 vPL3 tCw

In the [reflow soldering process;, Ghere is a self-alignment effect, because adhesives are not

used tp hold components. In the surface mount process of reflow soldering, parts
displagement and the land shape accuracy on PWBs, when soldered, can be correg
self-alignment effect (therefore factor P and F can be regarded as 0). Thus, the formul

be simplified as follows:

Any td

TH = CL7 Zmax = Lmin + 2JH min + CL = Lmax + 2JH min
TT = CS’ Gmin = Smax_ 2']T min — CS = Smin - 2JT min
TS = CW’ Xmax = Wmin + 2JS min * CW = Wmax + 2JS min

mount
ted by
he can

lerance other than the above may be used depending on the soldering s

rength

require

d, the capability of the production process used, etc.
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Bord d'attaque Raccord de talon Raccord latéral

Zmax. Grmin Xmax.
IEC 1 7/03
Dimensions en’millimetres
Tolérance Cordon de brasure
Identffi- théorique Attaque Talon Lateral
cateuf du
compojsant F P Jr JIn Js
L1 |L-2|L-3(L1]|L-2]| L-3 | C. (Max.|Moy.[Min.| Cs [Max.|Moy:|Min.| Cw |Max.|Moy.|Min.
2012 0,3102(0,1(04]02]0,1{|05](0,1]|0,1 0 |04 1 05(02(02|0,1]0,1]01
3216 0,3|102|0,1(04]02]0,1{|06]|0,1]|0,1 0 |04 1 05(02(02|0,1]0,1]01
35218 0,3102(0,1(04]02]0,1{|06]|0,1]|0,1 0 | 0.4 1 05(02(02|0,1]0,1]01
60312 0,3102(0,1(04]02]0,1{|06]|0,1]0,1 0%/ 0,6 1 05(02(02|0,1]0,1]01
7343 0,3102(0,1(04]02]0,1{|0,7](0,1]0,1 0”06 1 05(02(02|0,1]0,1]01

Figure 16 — Protubérance de soudure

7.5 Dimensions de la zone de report

La Figlre 17 indique les dimensions de la zone de report pour le soudage par refusion ¢t pour
le bragage a la vague des condensateurs fixes chipses au tantale. Ces valeurs sont calculées
a partif des formules utilisées pour;la conception des cordons de brasure, indiquées en|7.4.

La surface est calculée a llaide des formules suivantes puis arrondie (I'arrondi est a 0,05 pres
pour lgs valeurs minimalés-et a 0,5 prés pour les valeurs maximales).

CY, = |{ la plus grande des deux valeurs (L . +.|F 2 +P 2 +C|_2 ] ou [Z]}

+ (excedent de surface x 2)

CY, = |{J@ plus grande des deux valeurs .. +\/F 2 +P 24 sz ] ou [X]}

+ (excédent de surface x 2)
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Toe fillet Frd Uk Heel fillet Js Side fillet
. I;r /;
Zmax. Grmin. Xmax.
IEC 1677/03
Dimensions in_millimetres
Tolerance Solder joint
Compdnent assumptions Toe Heel Sifle
identifier F P Jr Jn J
L1|L-2|L-3|L1|L-2]|L-3| C_ |Max.[Mdn|Min.| Cg |Max|Mdn{Min.| C,y (Max.|Mdn |Min.
2012 0,3|102(01(04]02]0,1|05](0,1]0,1 0 |04 1 0% ]102|02]|0,1]0,11]0,1
3216 0,3102(01(04]02]0,1(06]|0,1]0,1 0 |04 1 05|02(02]0,1]0,11]0,1
3528 0,3|102(0,1(04]02]0,1(06]|0,1]0,1 0 |04 1 0502|0201 ]0,11]0,1
6032 0,3|102(0,1(04]02]0,1(06]|0,1]0,1 0,]06 1 05(02(02|0,1]0,1]01
7343 03|02f01|04|02f01]|07]|01]|01[cON{06]| 1 |05]|02]02](0,1(0,1]0,1
Figure 16 — Solder joint protrusion
7.5 Land pattern dimensions
Figure[17 shows the land pattern dimensioens for fixed tantalum chip capacitor for reflow and
flow s¢ldering. These values are calculated based on the formulae for the solder joipt fillet
design|given in 7.4.
The cqurtyard is calculated using’the following formulae and rounded up (round-up fgctor is

nearest 0,05 for min. and 0,5 fof max.).

CY1:

CY2:

{whichever is lafger [L_+.[F 24p2+c?or (21}

+ (courtyard-excess x 2)

{whichever is larger [I¥ +\/F 24p 2+ cop?or X}

+(eourtyard excess x 2)
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Y
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y } r
Y G
A
IEC 1678/03
Niveatr 1 Dimenrsions en millimdtres
Idedtificateur Identificateur
d’inmpression du composant z G X Y ¢ CYy CYz
2060M 2012 4,65 0,5 1,55 2405 2,55 6,0 3,0
2061M 3216 5,85 0,7 1,84 2,6 3,3 7,0 3,0
2062M 3528 6,15 1,0 2,85 2,6 3,6 8,0 5,0
2063M 6032 8,65 2,5 2,85 3,05 5,5 10,0 5,0
2064M 7343 9,95 3,7 3505 3,15 6,85 11,0 6,0
Niveatr 2
Iderltificateur Identificateur
d’injpression du composant 4 G X Y ¢ CYy CYz
2060N 2012 3,5 0,5 1,35 1,5 2,4 4,0 1,7
2061N 3216 4,7 0,8 1,65 1,95 3,15 6,0 2,0
2062N 3528 5,0 1,1 2,65 1,95 3,45 6,0 3,2
2063N 6032 7,55 2,6 2,65 2,5 5,5 9,0 3,5
2064N 7343 8,85 3,8 2,85 2,55 6,8 10,0 4,6
Niveatr 3
Idedtificateur Identificateur
d’infpression du composant 4 G X Y ¢ Cry (T2
POGOL 2012 2,6 0,5 1,2 1,05 1,55 2,7 1,5
P06 1L 3216 3,8 1,1 1,5 1,35 2,45 3,9 1,9
POG2L 3528 4.1 1,4 2,5 1,35 2,75 4,2 3,1
2063L 6032 6,7 2,9 2,5 1,9 4,90 6,8 3,4
2064L 7343 8,0 4.1 2,7 1,95 6,15 8,1 4,5

Figure 17 — Dimensions de la zone de report
pour condensateurs fixes chipses au tantale
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IEC 1678/03
Level |l Dimensions in millimetres
Aattern Component
identifier identifier 4 G X ¥ ¢ CY, CYy
2060M 2012 4,65 0,5 1,55 2,05 2,55 6,0 3,0
2061M 3216 5,85 0,7 1,84 2,6 3,3 7,0 3,0
2062M 3528 6,15 1,0 2,85 2,6 3,6 8,0 5,0
2063M 6032 8,65 2,5 2,85 3,05 55 10,0 5,0
2064M 7343 9,95 3,7 3,05 3,15 6,85 11,0 6,0
Level P
Hattern Component
idpntifier identifier 4 G X Y ¢ Ty CYy
2060N 2012 3,5 0,5 1,35 1,5 2,4 4.0 1,7
2061N 3216 4,7 0,8 1,65 1.95 3,15 6,0 2,0
2062N 3528 5,0 1,1 2,65 1,95 3,45 6,0 3,2
2063N 6032 7,55 2,6 2,65 2,5 55 9,0 3,5
2064N 7343 8,85 3,8 2,85 2,55 6,8 10,0 4,6
Level B
Hattern Component
identifier identifier z G X Y ¢ cry Cr,
PO60L 2012 2,6 0,5 1,2 1,05 1,55 2,7 1,5
P06 3216 3,8 1.1 1,5 1,35 2,45 3,9 1,9
0621 3528 4.1 14 25 1.35 2,75 4.2 3,1
2063L 6032 6,7 2,9 2,5 1,9 4,90 6,8 3,4
2064L 7343 8,0 4.1 2,7 1,95 6,15 8,1 4,5

Figure 17 — Fixed tantalum chip capacitor land pattern dimensions
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8 Condensateurs fixes chipses électrolytiques a I’'aluminium
a électrolyte non solide (de type vertical)

8.1 Remarque introductive

Cet article spécifie les dimensions des composants et des zones de

report pour

condensateurs fixes chipses électrolytiques a I'aluminium a électrolyte non solide (de type
vertical) et présente une analyse des hypothéses de tolérance et de soudure relatives aux

dimensions des zones de report.

8.2 PDescription du composant

Les ppragraphes qui suivent décrivent les détails des condensateurs fixes

électralytiques a I'aluminium.

8.2.1 Construction de base

La Figlire 18 illustre un exemple de construction type.

IEC 1679/03

a 'aluminium a électrolyte non solide (de type vertical)

8.2.2 Matériaux des broches

Figure 18 — Construction d’unicondensateur fixe chipse électrolytique

d

Il conVient que les broches-.d’un condensateur soient recouvertes d’un matériau com

avec I3 brasure et la méthode de brasage pour étre utilisées.

8.2.3 Marquage
Voir CEIl 60384-18.

8.24 Structure du boitier a montage en surface

Voir CET60286-3

8.2.5 Brasabilité et résistance a la dissolution de métallisation
et a la chaleur de brasage

Voir les essais de soudage par refusion décrits dans la CEI 60068-2-58.

hipses

patible
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8 Fixed aluminium electrolytic chip capacitors
with non-solid electrolyte (vertical type)

8.1 Introductory remark

This clause specifies the dimensions of components and land patterns for fixed aluminium
electrolytic chip capacitors with non-solid electrolyte (vertical type), together with an analysis
of tolerance and solder joint assumptions for the land pattern dimensions.

8.2 Component des